Elektronik-Grundlagen

Lottechnik - die Kunst, richtig zu I6ten

Im zweiten Teil dieses Artikels wenden wir uns dem eigentlichen Létvorgang zu sowie der
Lotdauer und der Létqualitdat. Neben dem Léten von Elektronik-Komponenten und SMD-
Teilen behandeln wir auch Installateur-, Spengler- und Bleiglas-Létarbeiten. Dardiber hin-
aus befassen wir uns mit dem Léten mit Potentialausgleich, und zum AbschluB mit dem
Entléten, wobei auch die elektrische Sicherheit und der Umweltschutz behandelt werden.

Der Létvorgang

Neben dem richtigen Handwerkszeug
kommt dem Lotvorgang selbst eine wich-
tige Bedeutung zu. Je nachdem, welche
Komponenten per Weichlotvorgang mit-
einander zu verbinden sind, ist die Vorge-
hensweise beim Loten entsprechend anzu-
passen. Nachfolgend wollen wir daher den
Lotvorgang im allgemeinen sowie unter
Beriicksichtigung verschiedener Besonder-
heiten im Detail beschreiben.

Vorbereitung

Wichtigste Voraussetzung zum Gelin-
gen einer guten Lotstelle ist absolute Sau-
berkeit. Die beiden zu verbindenden Kom-
ponenten (z. B. Leiterbahn und Bauteil)
miissen frei von Schmutz, Ol und Oxidati-
on sein. Durch den Einsatz von FluBmittel,
das sich iiblicherweise innerhalb des Elek-
tronik-Lotzinns befindet, wird die Oxida-
tion wihrend des Lotvorgangs beseitigt.
Sofern jedoch Schmutz und Ol an den
Komponenten haften, empfiehlt sich eine
vorhergehende Reinigung mit Losemitteln.

Die Lotspitze selbst sollte unmittelbar
vor dem Loten im heilen Zustand mit
einem feuchten Schwamm gereinigt wer-
den. ERSADUR-Spitzen diirfen dabei
nicht, wie bei Kupferspitzen tiblich, befeilt
werden, weil sonst die Schutzschicht be-

richtig!

schidigt und die Spitze unbrauchbar wird.
Zu den Vorbereitungen gehort natiirlich
ebenfalls die Uberlegung, mit welcher Art
von Lotkolben gearbeitet werden soll.
Hierauf sind wir in einem vorangegange-
nen Kapitel bereits eingegangen, so dafl
wir an dieser Stelle die richtige Wahl des
Lotgerites voraussetzen konnen.

Handl6ten

Der Lotvorgang hat 3 Phasen:

Benetzen, FlieBen, Binden.

Dabeiist die Arbeitstemperatur ein wich-
tiges Kriterium. Die beste ist die niedrigste
Temperatur, mitder die 3 Phasen reibungs-
los ablaufen konnen. Durch eine niedrige
Lottemperatur werden ndmlich die Bautei-
le geschont. Ist die Temperatur allerdings
zu niedrig, erhoht sich die Lotzeit betracht-
lich und strapaziert dabei unnotigerweise
die zu verbindenden Komponenten, bei
zusitzlicher Gefahr einer unzureichenden
Verbindung (,,kalte” Lotstelle).

Miteiner , kalten” Lotstelle wird in Fach-
kreisen nicht etwa die aktuelle Temperatur
einer Lotstelle beschrieben, sondern diese
Bezeichnung steht fiir eine nicht einwand-
freie Verbindung der beiden verloteten
Komponenten, d. h. weder die mechani-
sche noch die elektrische Verbindung ist
einwandfrei. Hierauf gehen wir im weite-
ren Verlauf dieses Artikels noch niher ein,
wie auch auf die richtige Lottemperatur.

Bild 10 B
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Bild 10 C
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Bild 10 D
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Doch kommen wir nun zum eigentlichen
Lotvorgang.

Létvorgang

Nach dem Reinigen der Lotspitze wird
diese an die Lotstelle herangefiihrt und die
Lotstelle dadurch erwdrmt. AnschlieBend
ist der Lotdraht mit FluBmittelseele gemaf
Abbildung 10 A zwischen Spitze und Lot-
stelle zu fithren, um den Lotdraht zum
Schmelzen zu bringen.

Abbildung 10 B zeigt das Schmelzen
des Lotdrahtes oberhalb der Lotspitze. Die-
se Vorgehensweise ist falsch, dazum einen
die Gefahr der noch nicht ausreichenden
Erwiarmung der zu verldtenden Kompo-
nenten besteht und zum anderen das FluB3-
mittel bereits verdampfen kann, bevor es
die zu verbindenden Teile von der Oxida-
tionsschicht befreit hat.

In Abbildung 10 C ist vergroBert noch-
mals dargestellt, wie der Lotdraht an die
Lotspitze zu fiihren ist, wihrend Abbil-
dung 10 D die falsche Handhabung zeigt.

Unmittelbar nach dem ersten Kontakt
zwischen Lotdraht und Lotstelle, der zum
Schmelzen des Lotdrahtes fiihrt, ist weite-
rer Lotdraht zuzufiihren, bis die gesamte
Lotstelle benetzt ist.

Anschlielend ist die Lotspitze sofort zu
entfernen, um das geschmolzene Lot nicht
zu iiberhitzen. Beim nun folgenden Erstar-
rungsvorgang des Lotes sind Erschiitte-
rungen zu vermeiden, da sich sonst ein
geschwichter kristalliner Aufbau wiahrend
des Erstarrungsvorganges ergeben kann.
Eine einwandfreie Lotverbindung erkennt
man u. a. an einer glatten Oberflidche, wo-
bei die Rénder des Lotzinns sauber in das
Metall der zu verbindenden Komponenten
tibergehen.

In Abbildung 11 ist die FluBmittelreak-
tion beim Loten an einer Leiterplatte sche-
matisch dargestellt. Der Lotdraht mit Fluf3-
mittelseele dient gleichzeitig zur Zufiih-
rung von Lotzinn und FluBmittel. Der Ein-
satz von FluBmittel ist fiir eine saubere
Lotstelle von entscheidender Bedeutung,
da hierdurch die Oxidschicht beseitigt und
eine zuverlédssige Verbindung der Metalle
herbeigefiihrt wird.

Bild 10: Richtige und falsche
Ausfuhrung eines Handlétvorganges
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Bild 11: FluBmittelreaktion wahrend des Lotens an einer Leiterplatte,

unter Einsatz eines Lotdrahtes mit FluBmittelseele

Lottemperatur

Gerade bei immer komplexer werden-
der Schaltungstechnik, verbunden mit ei-
ner grof3en Zahl unterschiedlichster Bau-
elemente, steigen die Anforderungen an
die Lottechnik. So ist ein Miniatur-IC in
SMD-Technik mit seinen winzigen An-
schluBbeinchen mit einer geringeren Tem-
peratur zu 16ten (ca. 300°C), wihrend kon-
ventionell bedrahtete Bauelemente mit 350
bis 370°C optimal zu I6ten sind.

Die vergleichsweise starken Anschliisse
von Leistungstransistoren oder grofen
Gleichrichterdioden hingegen erfordern
eine Lottemperatur zwischen 370 und
380°C, um bei kurzen Lotzeiten dennoch
sichere Lotverbindungen zu erstellen. Wire
die Lottemperatur niedriger, so wiirde iiber
die Wirmeableitung entsprechend starker
Kupferleitungen ein wesentlicher Teil der
Heizenergie zu rasch abgefiihrt, ohne daf3
sich an der eigentlichen Lotstelle eine hin-
reichend hohe Temperatur aufbauen kann.

Damit auch in der Leistungselektronik
starke AnschluBleitungen von 1,5 mm?
Querschnitt und grofer mit demselben
Lotkolben zu behandeln sind, bietet es sich
an, wenn dieser auch Temperaturen iiber
400°C bereitstellen kann.

Eine zu hohe Lottemperatur strapaziert
die betreffenden Bauelemente unnotig,
wihrend eine zu geringe Temperatur die
Lotdauer verlidngert und hierdurch eben-
falls zu einer erhohten thermischen Bela-
stung fiihrt, bzw. sogar eine unbrauchbare
Lotstelle entstehen 1aBt (sogenannte ,.kal-
te” Lotstelle).

Lotdauer

Gemal Abbildung 12 sollte der Lotvor-
gang innerhalb von ca. 2 Sekunden ausge-
fithrt sein. Beim Loten von Elektroniktei-
len braucht man mit etwas Ubung nur noch
eine Sekunde - die berithmte Lotsekunde.

Im Bereich besonders grofier Lotstellen
mit hoher thermischer Kapazitit kann die
Lotzeit etwas ansteigen. Mehr als 5 Sekun-
den sind unzuldssig und deuten auf einen
zu kalten oder zu leistungsschwachen Lot-
kolben hin.
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Bild 12: Der Létvorgang sollte innerhalb
von 1 bis 2 Sekunden ausgefuhrt sein

Létqualitat

Eine gute Elektronik-Lotstelle erkennt
man u. a. daran, dafl die Konturen des
verloteten Leiters noch sichtbar sind. Das
Lot muf3 den Bauteilful ganz umschlie-
Ben, die Oberflache muf flach gewolbt und
glidnzend sein.

Abbildung 13 A zeigt den Schnitt durch
eine technisch einwandfreie Lotstelle. Hier-
bei handelt es sich um eine doppelseitige
durchkontaktierte Bohrung, die aufgrund

‘ihrer Konstruktion komplett mit Lotzinn

ausgefiillt ist.
Wir erkennen, daf3 das Lotzinn sowohl
den BauteilanschluBdraht als auch die Lei-

terbahn sauber und ohne Unterbrechung
umschlieBt.

Ein ganz wesentliches Merkmal fiir eine
sauber ausgefiihrte Lotstelle ist der Ver-
lauf des Lotzinns an den Ubergangsstellen
zu den Grundmetallen der zu verbinden-
den Komponenten. Hier muf} ein absatz-
freier, quasi nahtloser Ubergang in Form
eines flieBenden Kurvenverlaufes auftre-
ten.

Abbildung 13 B hingegen lafit eine un-
brauchbare Lotstelle erkennen. Weder ist
die durchkontaktierte Bohrung ausgefiillt,
noch ergibt sich an den Grenzlinien zwi-
schen Lotzinn und zu verbindenden Kom-
ponenten ein flieBender Ubergang. Eine
solche Lotstelle wird iiber kurz oder lang
ausfallen, indem der mechanische und/oder
elektrische Kontakt abreif3t.

Sonderformen des Lotens

Neben dem auf die Elektronik bezoge-
nen konventionellen Loten stehen einige
inzwischen weit verbreitete Sonderformen
zunechmend im Interesse des Anwenders.
Nachfolgend wollen wir darauf im einzel-
nen eingehen.

Installateur- und Spengler-
Létarbeiten

Sind Bleche oder Metallrohre zu verbin-
den, miissen die Lotstellen metallisch blank
sein. Zuerst ist deshalb eine griindliche
Reinigung erforderlich. Danach wird das
FluBmittel (Lotfett oder Lotwasser) aufge-
tragen und die Lotstelle mit der Spitze des
Lotkolbens erwirmt. Es folgt das Zufiih-
ren des Lotes und das Auffiillen der Lotfu-
ge mit Lot. Nach dem Erstarren miissen
aggressive FluBmittelreste durch eine sorg-
filtige Reinigung unbedingt entfernt wer-
den, da sie sonst eine Korrosion verursa-
chen konnen.

Bild 13: Seitenansicht
einer Lotstelle im Schnitt
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Bild 14 A

DerKolben erwarmt
die ganze

Uberlappte Breite

Das Lot flieBt in den
Spalt und fullt ihn aus.

Bild 14 B

Bild 14 A (oben): Kolbenfiihrung beim Loten einer
breiten Naht. Bild 14 B (rechts): Kolbenfiihrung

beim Loten einer schmalen Naht

Abbildung 14 A zeigt in der Seitenan-
sicht die Kolbenfithrung beim Loten einer
breiten Naht. In Abbildung 14 B ist die
Kolbenfiihrung beim Loten einer schma-
len Naht zu sehen.

Héufig werden diese Arbeiten auch mit
einem Brenner mit offener Flamme durch-
gefiihrt. Dabei werden die beiden zu verlo-
tenden Teile soweit erhitzt, dafl das Lotzinn
daran schmilzt und sich durch die Kapilar-
wirkung in die Lotnaht zieht, um so die
Teile wasser- bzw. auch gasdicht mitein-
ander zu verbinden. Qualitatskriterium hier-
bei ist, daf} sich z. B. bei Rohren ringsherum
eine sauber verlaufende Lotnaht bildet.

Bleiglasléten (Tiffany)

Das Verloten eines Glas-Objekts um-
faBt in der Regel 3 Arbeitsginge:
Punktloten, Grobloten und Feinloten.

Zum Punktloten, mit dem die Glasteile
fixiertbzw. verbunden werden, nimmt man
einen Tropfen Lotzinn an die Spitze des
Lotkolbens und gibt ihn vorsichtig auf die
Lotstelle, wie dies auch aus Abbildung 15
A ersichtlich ist. Jeder Punktlétvorgang
sollte dabei nur etwa eine Sekunde dauern.

Beim anschlieBenden Grobloten wer-
den die Fugen nach dem Auftragen
des FluBmittels zwischen den Glastei-
len gemil Abbildung 14 B vollstindig
mit Lotzinn aufgefiillt. Dazu sind Lot-
spitze und Lotzinndraht zusammen {iber

Bild 15 A

die Naht zu ziehen.

Die Geschwindigkeit der Lotbewegung
und die Zugabe von Zinn an die Lotspitze
sind genau abzustimmen. Dabei Lotkol-
ben stets ziehen und niemals schieben. Nur
so bildet sich bei ausreichender Zinnmen-
ge eine halbrund gewolbte Naht. Beim
Feinloten wird die optische Qualitdt der
Lotnaht optimiert. Die zu bearbeitende Naht
sollte immer waagerecht liegen. Die Lot-
spitze wird ohne Unterbrechung langsam
und gleichmiBig vom Anfang bis zum Ende
der Naht gezogen.

SMD-Léten

Die SMD-Technik ist in erster Linie fiir
die vollautomatische Produktion ausgelegt.
Die Bauteile sind besonders klein und da-
durch mit geringem Aufwand fiir entspre-
chende Automaten zu handhaben.

Bevor jedoch ein in SMD-Technik auf-
gebautes Gerit in Serie gehen kann, sind
auch hier Prototypen zu erstellen, die tibli-
cherweise manuell aufgebaut werden. Je-
doch auchbei Geriten, die in kleinen Stiick-
zahlen mit dem Ziel einer besonders kom-
pakten Bauweise in SMD-Technik ausge-
fiihrt sind, bietet sich die manuelle Bear-
beitung an, einmal ganz davon abgesehen,
daB auch im privaten Bereich, etwas Ge-
schick vorausgesetzt, der Aufbau eines klei-
nen in SMD ausgefiihrten Gerites Freude
bereiten kann. '

Bild 15 B

Bild 15 A: Punktlétvorgang
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Bild 15 B: Groblotvorgang

Wie bei allen anderen Lotarbeiten ist
auch fiir den manuellen SMD-Selbstbau
das richtige Loten entscheidend. Dazu
werden die winzigen SMDs zunéchst fi-
xiert und dann verlotet.

Als Werkzeug bendtigt man zumindest
eine Pinzette mit feiner Spitze zum Posi-
tionieren sowie einen Feinstlotkolben mit
zunderfreier Spitze, alternativ dazu kann
auch eine Elektronik-Lotstation verwen-
detwerden, deren Lotkolben mit einer Blei-
stiftspitze ausgestattet ist. Zum Verbinden
der Komponenten dient diinnes SMD-Lot-
zinn (z. B. Sn60/40 Pb, 0,5 mm) mit séure-
freier FluBmittelseele. Giinstig ist auch die
Verwendung von SMD-Lotpaste, die liber
eine handliche Plastikspitze mit Spezial-
mundstiick eine optimale Dosierung er-
moglicht.

Komfortabel und fiir die Lotqualitit vor-
teilhaft sind auch Profi-Lotsysteme, wie
die HeiBluftlot- und Entlotstation ERSA
HS 7000 oder ERSA SMD 1500.

Hilfreich sind auflerdem Lupe, Vaku-
umpipette fiir die Bauteilentnahme und
feine Lotsauglitze fiirs Ausloten.

Die Lottemperatur ist beim SMD-Lo-
ten, wie unter dem entsprechenden Kapitel
bereits angemerkt, niedriger als bei Lotar-
beiten an bedrahteten Bauteilen. Dies re-
sultiert aus der geringeren Wirmekapazi-
tat der Komponenten und aus der Notwen-
digkeit, die ohne Anschlufidrihte ausge-
fithrten Bauteile nicht unnétig thermisch
zu belasten. Nimmt man eine etwas erhoh-
te Lotdauer bis zu 3 Sekunden in Kauf,
kann die Lottemperatur sogar bis auf 250°C
abgesenkt werden. Im allgemeinen emp-
fiehlt sich jedoch eine Vorgabetemperatur
von ca. 300 bei einer Lotzeit von 1 bis 2
Sekunden.

In diesem Zusammenhang ist auf eine
wichtige Eigenschaft im Zusammenhang
mit dem SMD-Léten hinzuweisen:

Einseitiges Erhitzen von SMDs fiihrt zu
schidlichen thermischen Spannungen, da
der bei bedrahteten Bauelementen mecha-
nisch ausgleichende Anschluf3draht fehlt,
der zugleich auch eine unnétige Erhitzung
zu vermeiden hilft. Bei SMDs empfiehlt es
sich daher, besonders vorsichtig zu arbei-
ten. Auch jegliche mechanische Belastung
der Bauteile ist unbedingt zu vermeiden.
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Bild 16: Richtige und falsche
Ausfiihrung beim SMD-Loéten

Bild 17: Loten mit

e

Bild 16 A: richtig:

i e

Bild 16 D: falsch!

saubere Létstelle

Bild 16E: falsch!
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Bild 16 B: falsch!

Bild 16 C: falsch!

Bild 16 F: falsch!

Potentialausgleich

In Abbildung 16 A ist eine sauber und
korrekt ausgefiihrte Lotverbindung mit ei-
nem SMD-Widerstand gezeigt. Wir sehen
auch hier, daf} sich das Lotzinn in einem
kontinuierlichen Kurvenverlauf der Ober-
flache direkt an die metallischen Oberfla-
chen der zu verbindenden Komponenten
anschmiegt.

In Abbildung 16 B sehen wir die gleiche
Konstruktion, jedoch mit einem zu gerin-
gen Lotanteil. Hier ist zwar eine elektri-
sche Verbindung gegeben, jedoch wird
keine ausreichende mechanische Festig-
keit erreicht. Abbildung 16 C zeigt eine
Lotspitze, die den SMD-Widerstand auf
der einen Seite erwérmt, um iiber das Bau-
teil das Lotzinn zu schmelzen. Dies stellt
eine schwere Siinde beim SMD-Léten dar,
weil hierdurch zum einen das Bauteil un-
notig und iibermifig erhitzt und zum ande-
ren kein FluBmittel wéihrend des Lotvor-
ganges zugefiihrt wird.

In Abbildung 16 D und 16 F sind soge-
nannte ,,kalte” Lotstellen gezeigt, wahrend
Abbildung 16 E eine Lotstelle mit deutli-
chem Lotzinniiberschuf} zeigt. Keine die-
ser Lotverbindungen ist zuldssig, da ein
vorzeitiger Ausfall der Lotverbindung
selbst oder auch des Bauteils durch iiber-
miBige thermische Belastung auftreten
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kann. Eine saubere Lotstelle nach Abbil-
dung 15 A stellteine langfristig zuverléssi-
ge mechanische und elektrische Verbin-
dung dar, und die Bauteilbelastung hilt
sich bei den angegebenen Lottemperatu-
ren und Lotzeiten in vertretbaren Grenzen,
selbst wenn beim Handloten zunichst die
eine und anschlieBend die andere Bauteil-
seite erhitzt und verlotet wird.

Léten mit Potentialausgleich

Um Defekte durch statische Entladun-
gen zu vermeiden, empfiehlt es sich beim
Loten von MOS-, FET-Bauteilen sowie
beim SMD-Loten, einen Potentialausgleich
herzustellen. Dabei sollte der Lotkolben
durch einen Sicherheitstransformator gal-
vanisch vom Netz getrennt und der Ar-
beitsplatz mit einer leitenden Unterlage
versehensein. Professionelle Lotstationen,
die iiblicherweise mit Niederspannung und
einem eingebauten Transformator arbei-
ten, der eine galvanische Trennung vom
Netz sicherstellt, besitzen zusitzlich in der
Regel eine Potentialausgleichsbuchse. Die-
se Buchse wird mit der Masse der stromlo-
sen zu bearbeitenden Schaltung verbun-
den.

Antistatik-Tisch-und Bodenmatten ver-
hindern elektrostatische Aufladungen und

sorgen fiir ein ,knisterfreies” Arbeitskli-
ma.

Wihrend des Lotens miissen die Hinde
mit der Unterlage Kontakt haben. Wer
ganz sicher gehen will, erdet sich zusitz-
lich tiber ein hochohmig leitendes Kunst-
stoffband (z. B. Anti-Statik-Armband ELV-
Best.Nr.: 12391).

In Abbildung 17 ist der schematische
Aufbau nochmals aufgezeichnet. Die Po-
tentialausgleichsbuchse der Lotstation
wird, wie bereits erwihnt, mit der Schal-
tungsmasse der Platine, an der gearbeitet
wird, verbunden, wihrend gleichzeitig eine
Verbindung zur Anti-Statik-Tischauflage
hergestellt wird. Diese wiederum ist iiber
einen hochohmigen Widerstand mit dem
Erdpotential verbunden. Das Anti-Statik-
Armband wird iiber einen mindestens
1000 V-spannungsfesten, hochohmigen
Widerstand (1 M) an das Erdpotential
oder bei Bedarf an die Anti-Statik-Tisch-
matte angeschlossen.

Die VDE- und Sicherheitsbestimmun-
gen sind zu beachten !

Entléten

Beider Reparatur einer fehlerhaften Lot-
stelle ist das nochmalige Erhitzen nicht zu
empfehlen. Besser ist es, das Lot mit Hilfe
eines Entlotwerkzeuges oder unter Ver-
wendung von Lotsauglitze zu entfernen,
um dann nochmals unter Zugabe von neu-
em Lotzinn mit FluBmittelseele neu zu
verloten.

Abbildung 18 zeigt die Positionierung
der Lotspitze des zur Erhitzung dienenden
Lotkolbens sowie der anschlieBend anzu-
setzenden Entlotspitze einer Absaugpum-
pe.
Beibeheizten Entlotgeriten ist die hohle
Entlétspitze mit gutem Wirmekontakt auf
die Lotstelle zu fithren (Abbildung 19),
ohne daf} zunichst die Absaugpumpe ein-
geschaltet ist. Erst nachdem das Lot ge-
schmolzen ist, wird es abgesaugt.

Auch beim Entloten kommt es auf die
richtige Wahl der Spitze an. So sollte der
lichte Durchmesser der Entlotspitze dem
Durchmesser der Leiterplattenbohrung
entsprechen oder nur geringfiigig grofler
sein.

Optimale Entlotergebnisse bei grofit-
moglicher Schonung der Leiterplatte bzw.
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Lotspitze Entl6tspitze

e

Bild 18: Entlétvorgang mit Létkolben
und separater Absaugpumpe

der Bauelemente werden mit temperatur-
geregelten Entlotgeriten erzielt. Eine elek-
tronische Regelung ist hier besonders sinn-
voll und wichtig, da durch den Luftstrom
eine zusitzliche starke Abkiihlung hervor-
gerufen wird, die nur durch eine elektro-
nische Nachregelung gut auszugleichen
ist.

Abbildung 20 zeigt das Entloten eines
SMD-Widerstandes. Auch hier wird zu-
nidchst die Lotspitze direkt am Lotzinn
angesetzt, um das Lot zu erhitzen. Sobald
das Lot geschmolzen ist, wird die Entl6tlit-
ze angesetzt, um das Lotzinn aufzuneh-
men. Auch hier sollte der Vorgang 3 Se-
kunden nicht iiberschreiten, um umnotige
thermische Belastungen des SMDs zu ver-
meiden.

Unmittelbar im Anschluf3 an den ersten
Entlétvorgang sollte die zweite Seite des
SMDs in gleicher Weise vom Lotzinn be-
freit werden, noch bevor sich das Bauteil
wieder abkiihlen konnte, und um hierdurch
die unterschiedlichen thermischen Span-
nungen moglichst gering zu halten.

Entlotlitze

Bild 20: Entloten eines SMD-Bauteils
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Bild 19: Entlétvorgang mit
industriellem Entlétkolben

Elektrische Sicherheit und Wartung

telseele um die kalte Spitze wickeln und
anschliefend aufheizen, wie dies in Abbil-
dung 21 gezeigt ist.

Bei Entlotgeriten ist die regelmiBige
Reinigung besonders wichtig, da hier Lot-
zinnreste und abgelagerte Kolophonium-
dampfe aufgefangen und abgelagert werden.

Durch sorgsame Handhabung werden
professionelle Lotwerkzeuge iiber viele
Jahre langfristig gute Dienste leisten.

Bild 21: Aktivierung
einer ERSADUR-Loétspitze

Da Lotkolben und -Systeme in der Regel
elektrisch betrieben sind, sollte man bei
der Anschaffung besonders auf die elektri-
sche Sicherheit achten. Eine VDE-gerech-
te Ausfithrung und die Einhaltung der gel-
tenden Sicherheitsbestimmungen sind
wichtige Voraussetzungen fiir einen sto-
rungsfreien Betrieb.

Besonders vorteilhaft sind Lotgerite, die
tiber einen Transformator galvanisch von der
lebensgeféhrlichen Netzwechselspannung
getrennt sind und sekundérseitig mit einer
ungefihrlichen Kleinspannung arbeiten.

Bei der Wartung von Lot- und Entlotge-
riten sollte man ebenso sorgfiltig vorge-
hen wie man es bei anderen hochwertigen
Laborgeriten gewohnt ist.

Eine regelmifige Kontrolle aller Zulei-
tungen und Steckverbindungen ist ebenso
wichtig wie die Reinigung und Pflege.

Da mit vergleichsweise hohen Tempe-
raturen gearbeitet wird, sollten die Ar-
beitsgerite, insbesondere auf Brandstellen
im allgemeinen und die Zuleitungen hier
im besonderen, gepriift werden. Denn was
niitzt die beste Sicherheitsvorkehrung,
wenn die Ummantelung/Isolierung der
netzspannungsfithrenden Zuleitung zur
Lotstation geschmolzen ist. Hier ist beson-
dere Sorgfalt geboten.

Zur Funktions- und Werterhaltung Ihrer
Lotwerkzeuge empfiehlt es sich, dariiber
hinaus speziell auch die Lotspitzen zu pfle-
gen. Dauerlotspitzen sollten immer mit
Lot benetzt bleiben, da sie sonst leicht
passiv werden und das Lot nicht mehr gut
annehmen. Ist dies der Fall, konnen sie
mittels FluBmittel und Lot wieder aktiviert
werden; dazu etwas Lotdraht mit FluBmit-

Gesundheits- und Umweltschutz

Beim Loten sollten Sie auch an IThre
Gesundheit und an die Umwelt denken!

Nachfolgend geben wir zum Abschluf3
dieser ausfiihrlichen Darstellung rund ums
Loten einige Verhaltensvorschlige fiir's
Loten, die genauso wichtig wie die richtige
Lottechnik sind:

* Beim Handl6ten gibt es 2 Risiken:

Die Atemzone liegt sehr dicht am Lot-

geschehen, und das Lot wird mit der

Hand zugefiihrt. Dies birgt die Gefahr

der Kontamination von Atemluft und

Hiénden bzw. Dingen, die angefalt werden.
* FluBmitteldimpfe sind gesundheits-

schidlich und miissen aus der Atemzo-

ne ferngehalten werden, dies ist z. B.

durch Absaugen und Liiften moglich.

* InRédumen, in denen gelotet wird, sollte
weder gegessen, getrunken noch ge-
raucht werden. An den Hénden haften-
de Bleispuren konnten iiber Lebensmit-
tel oder Zigaretten in den menschlichen
Organismus geraten.

* Nach dem Loten miissen die Hénde
sorgfiltig gereinigt werden.

» Lotabfille sind Sondermiill und diirfen
nicht in den Hausmiill gelangen. Allein
der Umwelt zuliebe ist eine sachgerech-
te Entsorgung geboten.

Sollten Sie weitere Fragen oder auch
Anregungen zum Thema ,,Loten” haben,
wenden Sie sich gerne schriftlich an den
ELV-Service unter folgender Adresse:

ELV GmbH

Serviceleiter Herr Trotte

Postfach 1000

2950 Leer ELV
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